
 

 

证券代码：301348                             证券简称：蓝箭电子   

佛山市蓝箭电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                      编号：2024-002 

投资者关系活动

类别 

 

□特定对象调研         □ 分析师会议 

□ 媒体采访            □ 业绩说明会 

□ 新闻发布会          □ 路演活动 

☑  现场参观  

□ 其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 

1、平安证券：姚彦、王湘、张斌、邓建锋、陈威宇、颜英樑、

谢思红、胡刚 

2、睿华资本：朱崇玮 

3、赵凯靖、吴焕林、李嘉、邓建锋、冯佩颜、徐广林、黄崇辉、

陈洁芝、李锡昌、冯可成、尹宗嫦、刘涛、傅肖泳、何炽坚、周

子欣、黄日军、许艳芳、魏宏让、曾晖、郑莉莉 

时间 2024 年 6 月 20 日 

地点 
佛山市禅城区古新路 45 号佛山市蓝箭电子股份有限公司 5 楼会

议室 

上市公司接待人

员姓名 

1、副总经理、董事会秘书张国光 

2、证券事务代表林品旺 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

投资者提出的问题及公司回复情况： 

1：2023 年年报、2024 年一季度财报显示，扣非净利润 2023

年四季度首次录的负值，请问净利润转负的直接原因是什么？管

理层做了那些应对措施，展望后市是否有消除的迹象？ 

答：2023 年以来，主要是受国内外经济形势变化和下游消费

类电子产品等市场需求的变化，以及叠加下游客户处于去库存阶

段的综合影响，市场竞争加剧使得公司产品销售价格下滑，导致

利润和销售收入同比有所下降。 

面对半导体封测行业激烈竞争的态势，公司将着眼行业前瞻

性，坚持稳中求进策略，提升技术研发水平。公司将进一步拓宽

产品应用面，丰富产品系列，优化产品结构，推动产品迭代升级，

集中资源攻关汽车电子、工控类等高附加值产品，稳步提升公司



 

 

业绩。 

2、请问公司目前客户结构情况如何？ 

答：公司自成立以来坚持以技术创新为核心，凭借多年丰富

的行业经验积累以及自主研发能力，秉承“以客户需求为中心”

的服务理念，获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累，

公司主要产品应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、

网络通信、汽车电子等多个领域，多年来公司与客户建立了长期

稳定的合作关系。随着信息技术的快速发展，未来物联网、人工

智能、通讯网络及汽车行业的更新迭代，公司将持续研发投入、

积极技术创新，在工业类、车规级产品研发、氮化镓快充等多项

前沿技术领域开发新的产品，为公司未来收入增长提供有力支

持。 

3、请问公司对下游行业情况有何看法和分析？ 

答：首先，从产品下游应用领域看，公司主要产品应用于消

费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等

多个领域。现在整个电子行业中汽车电子领域受益于新能源汽车

的普及，景气度相对较好，市场需求有所增长；而其他消费类产

品如手机、笔记本、PC目前整体需求有所下降；TV、路由器、

空调等需求基本持平；其次，对于新型的消费类电子产品应用，

如扫地机、洗地机、空气炸锅、蓝牙耳机等，此类产品适应市场

需求变化波动较大。再次，目前受到宏观经济疲软和终端市场需

求疲软的影响，消费信心不足，消费习惯偏保守等因素影响了电

子产品需求。总体上，目前下游市场需求还在逐步恢复过程中。 

4、请问公司针对国产替代方面的看法？ 

答：对中国产业发展而言，中美贸易摩擦及升级对中国半导

体出口限制影响，国产化替代转为促进动能，政策和资本加持成

为推动中国半导体行业突围的关键。目前半导体国产化占有率偏

低，市场终端智能电子产品、清洁能源、大数据等各种技术不断

发展产生新需求，同时、半导体本身技术也在不断更新迭代；宏

观方面，国家在大力发展半导体技术。综上，未来半导体发展的

空间依然乐观。 

5、请问公司国内与国际业务主营范围是何种关系，目前国

际关系对公司的影响如何？ 

答：公司主要以境内销售为主，公司主营业务收入主要来源

于华南地区和华东地区。华南、华东市场覆盖了我国经济最为发

达的珠江三角洲、长江三角洲经济区，半导体制造产业集聚程度

较高，下游应用领域家用电器、信息通信及其他电子产品制造业

发达，生产企业众多。公司境外销售收入目前占比较低，其主要

来源于中国香港、韩国、新加坡，在目前国际环境条件下不会对



 

 

公司造成较大影响。 

6、请问公司人才培养和储备的方式如何？ 

答：首先根据公司战略规划及年度经营计划，将大力引进高

端人才、专业技术人才，重点引进封装工艺技术研发、营销等方

面的专业人才，逐步建立较为完善的人才引进与培养机制，提升

公司核心竞争力。公司将通过互联网发布招聘信息，与各大高校

合作招聘，推行产学研结合机制并寻求外部研发合作等方式吸收

专业技术人才，通过各种方式补充相应的人才以适应公司不断发

展的需要。同时，公司将继续完善内部人才的培养机制，以部门

为单位，再结合不同岗位的职责要求，制定年度培训计划，有针

对性的服务各类员工培训需求，以实现员工个人技能提升与公司

持续发展统一结合。 

公司目前拥有一百多人组成的研发队伍，核心技术人员均拥

有 20 年以上半导体行业工作经验，已形成了一支由高级工程师

带队、工程师为骨干的优秀研发团队。此外，公司重视和科研院

校等机构的合作研发，与中山大学、西安电子科技大学、工信部

电子第五研究所等国内知名高校和研究机构进行紧密合作。 

7、请问公司是否考虑使用股权激励等方式锁定核心关键技

术人才？ 

答：公司高度重视核心技术人员的研发活动和激励机制（包

括不限于后续会考虑股权激励等方式），制订了科技人员培养、

考核、奖励制度，采用市场化的薪酬体系，全面评价核心技术人

员，保证核心技术人员的稳定性，激发核心技术人员的创新活力。

截至目前公司核心技术人员稳定，不存在变动情况。 

8、在这个封装行业市场充分竞争的状态如何保持核心竞争

力？ 

答：首先，目前公司的核心优势有：1、持续加大研发投入、

具备先进生产能力；2、拥有良好的客户基础；3、拥有稳健的生

产管理体系及完整的半导体封装测试技术，积极开拓新兴领域；

4、拥有稳定的多学科、多专业、多背景的人才队伍。 

其次：公司作为一家主要从事半导体封装测试的国家级高新

技术企业，具有较为完善的研发、采购、生产、销售体系。公司

将结合半导体行业的发展趋势，聚焦应用于物联网、可穿戴设备、

智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G

通信射频等具有广阔发展前景的新兴领域，进一步加大宽禁带功

率半导体器件和 Clip bond 封装工艺等方面的研发创新。同时，

公司将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公

司产品品牌影响力，提高公司经营管理水平及核心竞争力。 

9、请问公司如何看待国家三期大基金的落地，与公司发展

方向匹配情况？ 

答：半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和



 

 

社会发展的战略性产业，国家给予了高度重视和大力支持。我国

半导体技术水平及产业规模与欧美、日韩等发达国家或地区相

比，尚存在差距，国产化程度偏低。特别是近年来，市场终端智

能电子产品、清洁能源、大数据等各种技术不断发展产生新需求，

中美贸易摩擦及升级对华半导体出口限制，导致行业供需矛盾突

出。 

为推动我国以集成电路为主的半导体产业发展，增强信息产

业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策：国

家三期大基金的成立，可以进一步推动我国半导体行业的创新发

展，加快关键技术的国产化进程，保障半导体产业供应链的安全

与自主可控。同时公司也一直以来密切关注国家关于行业及资本

市场高质量发展的相关支持政策，及时把握机遇赋能公司发展。 

公司深耕半导体行业领域，国家法规政策在财税、资本、人

才培养等多方面扶持，为本公司经营稳定发展，创造了积极良好

的政策环境。公司力争在行业法规政策的积极推动下，继续发挥

自身技术优势，巩固市场地位，提高产品全球市场竞争力，为促

进我国芯片国产化进程做出贡献。 

10、国家三期大基金的落地对公司未来的发展是否存在行业

扩张过快产能过剩的挑战还是其他新的机遇？ 

行业扩产需结构化看待，目前随着新兴市场高端产品应用需

求的提升，经过公司长期运营判断，目前市场产能需求还是属于

良性发展；目前因为中美贸易摩擦等因素影响，半导体出现有短

暂性过热发展的现状。 

目前，半导体国产化占有率偏低，市场终端智能电子产品、

清洁能源、大数据等各种技术不断发展产生新需求，同时、半导

体本身技术也在不断更新迭代；宏观方面，国家在大力发展半导

体技术。综上，未来半导体发展的空间依然乐观。 

11、请问公司在未来增速主要关注那些方面？ 

答：公司将结合半导体行业的发展趋势，聚焦应用于物联网、

可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智

能电网、5G 通信射频等具有广阔发展前景的新兴领域，进一步

加大宽禁带功率半导体器件和Clip bond封装工艺等方面的研发

创新；同时，公司将顺应集成电路封测技术发展趋势，将在晶圆

级芯片封装以及系统级封装上加大投入。在已掌握的系统级封装

SIP 技术上，不断拓宽集成电路封测服务技术水平和产品覆盖范

围，逐步开始探究 Bumping、MEMS、Fan-out 等多项封装技术，

集成电路封测产品在原有模拟电路基础上，逐步拓宽覆盖范围，

拓展和提升数字电路和传感器等多个领域封测能力。此外，公司

将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公司产

品品牌影响力，提高公司经营管理水平，致力将公司发展成为行

业内领先的封测企业。 



 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 6 月 20 日 

 


